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摘要 1.模拟芯片：虚实之间，连接虚拟与现实的纽带
模拟芯片是连接虚拟世界与现实世界的纽带。与时间及幅值等离散的数字信号不同，模拟信
号是指时间及幅值连续变化的电信号。自然界中的信号如光、声、温度、压力等都是连续信号，通过各类传感器转化成为连续的电信号就是
模拟信号。
按照功能划分，模拟芯片可分为电源管理芯片和信号链芯片两大类，分别用于电子设备系统中的电能管理和模拟/数字信号之间的
转换。
2.广义定义：信号链
完整信号链(Signal Chain)，指信号从输入到输出的路径。在输入端，自然界中存在的声、光、电磁波等连续的模
拟信号，经过传感器的采集和前端器件的转换形成连续电信号进入电子系统，再通过各类模拟芯片的处理转换为以0和1表示的数字信号，进
入逻辑和存储IC中，通过应用软件进行各种运算处理；在输出端，数字处理结果经由模拟芯片进行放大，转换为模拟信号在自然界中传输，
或者经由驱动电路和电源器件对外做功。
3.得益于应用场景广泛，下游需求带来信号链芯片发展新契机
近年来，在下游电子产品整机产高速
增长的带动下，中国信号链芯片市场保持稳定的增长。全球信号链模拟芯片的市场规模将从2016年84亿美元增长至2023年118亿美元，年均
复合增速约5%。下游应用领域广阔且相关应用终端发展繁荣，未来强劲的下游需求将是带动整个模拟芯片产业持续增长的强劲动力。
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信号链芯片

信号链芯片行业定义1.

模拟芯片作用于将自然界中输入地模拟信号，通过一连串器件与芯片进行模数转换成数字信号，通过应用软件进行各种运算处理并输出。广义定义上，完
整信号链(Signal Chain)，指信号从输入到输出的路径。在输入端，自然界中存在的声、光、电磁波等连续的模拟信号，经过传感器的采集和前端器件的
转换形成连续电信号进入电子系统，再通过各类模拟芯片的处理转换为以0和1表示的数字信号，进入逻辑和存储IC中，通过应用软件进行各种运算处理；
在输出端，数字处理结果经由模拟芯片进行放大，转换为模拟信号在自然界中传输，或者经由驱动电路和电源器件对外做功。

信号链芯片行业分类2.

信号链芯片根据功能可以划分为线性产品、信号转换器和接口芯片

信号链芯片行业特征3.

中国信号链芯片行业的特征包括，国产替代趋势加速、市场参与主体较多、市场竞争激烈和下游市场行业景气度较高。

信号链芯片发展历程4.

信号链芯片作为半导体行业的一个子行业，其发展与半导体行业发展息息相关。中国半导体行业近70年的发展，是一个从无到有的突破，是从引进到跟
跑，到现如今的跑到世界前列的变迁。在中美贸易争端的外部环境以及中国国家政策大力支持的内部推动下，内外叠加出力，半导体行业未来国产替代化
进程加速，将会进入新的发展阶段

开始时间：1956 结束时间：1978 阶段：萌芽期
行业动态：1956年，中国制订了发展各门尖端科学的“十二年科学技术发展远景规划”，并把半导体技术列为国家四大紧急措施之一；1972年，中国自主

研制的大规模集成电路在四川永川半导体研究所诞生
行业影响/
阶段特征：自主研制的大规模集成电路的诞生标志着中国实现了从中小集成电路发展到大规模集成电路的跨越。

开始时间：1978 结束时间：2000 阶段：启动期
行业动态：1978年中国科学院成立半导体研究所；1982年国务院成立了计算机与大规模集成电路领导小组；1985年，742厂试制出中国第一块64K DRA

M。1988年上海贝岭建成中国大陆第一条4英寸芯片生产线；1990年，国家决定实施908工程；1992年，熊猫EDA软件正式发布；1995年，国
家确定实施“909”工程

行业影响/
阶段特征：这一阶段中国在半导体产业链上进行布局，上游关键技术实现突破，中游生产实现构建产线，上游和中游布局逐渐形成和完善

开始时间：2000 结束时间：2014 阶段：高速发展期
行业动态：2000年，国家发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，集成电路产业获得快速发展；2000年，中芯国际成立；2004年，海

思半导体成立；2004年，国内部第一条12英寸生产线在中芯国际北京厂宣告投产；2014年，政府决定要把集成电路设立为国家战略，集成电
路发展从此进入新阶段。

行业影响/
阶段特征：这一阶段有较多的芯片和半导体公司进入市场，市场参与者较多，同时开始更完善地拓展中游，提高量产。

开始时间：2014 阶段：高速发展期
行业动态：2014年，《国家集成电路产业发展推进纲要》正式公布；2015年，中国封测巨头进入全球前三；中芯国际28nm量产，进一步拉近了中国晶

圆代工领域和国际领先厂商的距离；2019年，长江存储和合肥长鑫在64层3D NAND FLASH和DRAM上实现新突破。
行业影响/
阶段特征：这一阶段中国与国际的半导体技术水平在不断地缩减，中国在半导体领域的市场地位不断上升

信号链芯片产业链分析5.

信号链芯片产业链主要由上游的EDA设计工具和晶圆制造，中游的信号链芯片制造厂商和下游的终端应用构成。上游的芯片设计和制造附加价值最高，具
有比较高的技术壁垒和渠道壁垒，是整个产业链当中技术要求最高、最为核心的环节之一。当前中国本土EDA企业竞争实力较弱，信号链芯片厂商对海外
EDA企业的依赖度高。近几年随着中国大陆晶圆制造的扩产，未来有望进一步降低对于海外及中国台湾地区晶圆制造的依赖度。下游应用场景广泛，覆盖
多个领域，下游旺盛需求带来信号链芯片发展新契机，信号链芯片市场规模增速将稳定提升。

信号链芯片行业规模6.

根据IC Insights数据，全球信号链模拟芯片的市场规模将从2016年84亿美元增长至2023年118亿美元，年均复合增速约5%。2019年放大器和比较器（线性
产品）是市场规模占比最高的品类，占信号链模拟芯片市场规模的39%。市场空间广阔。
随着信号链芯片产品的需求不断增加，信号链模拟芯片市场总体发展态势较好，行业规模持续扩大。信号链芯片约占模拟芯片市场规模的47%，是模拟芯
片的重要组成部分。
未来下游旺盛需求将带来信号链芯片发展新契机，信号链芯片市场规模增速有望实现稳定提升。

全球信号链芯片市场规模，2016-2023年预测

根据销售额测算市场规模

IC Insights、中国半导体协会、头豹

信号链芯片政策梳理7.

政策名称：《国家信息化发展战略纲要》 颁布主体：国务院 生效日期：2016-07 影响：4 政策性质：指导性政策
政策内容：以体系化思维弥补单点弱势，打造国家先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破
政策解读：该政策明确半导体技术发展目标，推进半导体行业标准体系建设，促进集成电路行业与上下游产业链协同发展，努力实现集成电路产业跨越

式发展。

政策名称：《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 颁布主体：国务院 生效日期：2016-11 影响：3 政策性质：指导性政策
政策内容：启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速提升
政策解读：2016年11月，中国国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 。该政策加快推动了半导体传统产业转型升级，涌现了大批新技

术、新业态、新模式，在半导体等领域技术不断取得重大突破。

政策名称：《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020）》 颁布主体：工业和信息化部 生效日期：2018-08 影响：5 政策性质：指导性政策
政策内容：加大资金支持力度，支持信息消费前沿技术研发，拓展各类新型产品和融合应用。各地工业和信息化、发展改革主管部门要进一步落实力度
政策解读：2018年8月，工业和信息化部发布《扩大和升级信息消费三年行动计划》,该政策加快提升产业供给能力、扩大信息消费覆盖范围、优化发展

环境，充分释放发展活力和内需潜力。

政策名称：《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》 颁布主体：国务院 生效日期：2020-07 影响：2 政策性质：鼓励性政策
政策内容：国家鼓励集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征收企业所得税，第三年至第五年按

照25%的法定税率或减半
政策解读：2020年7月，中共中央及国务院颁发关于《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》 该政策减免半导体企业税率、提供资

金支持力度，极大地促进和规范了半导体行业的健康发展。

政策名称：《中国制造2025》 颁布主体：国务院 生效日期：2020-08 影响：1 政策性质：指导性政策
政策内容：突破大功率电力电子器件\高温超导材料等关键元器件和材料制造及应用技术,形成产业化能力
政策解读：2020年8月，中国国务院发布的《中国制造2025》，着力提升集成电路设计水平，在封装产业和测试的自主发展能力得到有效提升，形成关

键制造装备供货能力。

信号链芯片竞争格局8.

信号链芯片市场主要是欧美国家占据主要的市场份额，中国厂商市场份额较小。从细分赛道上看，1）线性产品：全球线性产品市场由ADI和TI两家欧美企
业占主导地位，中国企业布局相对较少，仅思瑞浦表现较突出。线性产品市场由ADI和TI占主导地位。2019年ADI和TI在放大器和比较器领域全球销售收入
分别为10.94亿美元、9.08亿美元，营收超其他所有厂商之和。由于信号链技术壁垒相对较高，目前中国企业布局相对较少，仅思瑞浦表现较突出，位居全
球销售第12名和亚洲区销售第9名；2）信号转换器：全球数据转换器市场被美企巨头垄断，国产芯片企业市场份额少。ADC/DAC市场主要以美国公司
TI、ADI所垄断，价格高，供货周期长。其中，ADI为数据转换器龙头，2019年市占率约为38%，长期领先于竞争对手，中国厂商份额占较低。3）接口芯
片：全球数据转换器市场被美企TI公司垄断，产品丰富度和研发能力均为行业第一。随着未来电子元器件模组化能力的提高，接口芯片使用率将进一步下
降，在未来市场占比将继续下降
圣邦股份凭借持续研发投入和较强的技术优势，在中国模拟芯片领域处于龙头地位，逐步实现国产替代，构筑公司核心护城河。圣邦股份专注于高性能、
高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业，产品涵盖信号链和电源管理两大领域，是中国模拟芯片行业龙头企业，其毛利率为行业内第一，将
近50%。

X轴名称：2020年营业收入 单位：亿元

Y轴名称：2020年归母净利润 单位：亿元

α轴名称：获取专利数 单位：个

从营业收入和净利润来评价一家公司的竞争力

上市公司速览

信号链芯片代表企业分析9.

圣邦微电子（北京）股份有限公司【300661】

企业状态 : 存续

注册资本 : 23676.1109万人民币

企业总部 : 市辖区

行业 : 计算机、通信和其他电子设备制造业

法人 : 张世龙

统一社会信用代码: 91110108797556902W

企业类型 : 股份有限公司(中外合资、上市)

成立时间 : 2007-01-26

经营范围 : 研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件；销售自产产品；集成电路产品、电子产品、软件的批发；提供技术开发、技术转让、技术
咨询、技术培训；技术进出口、货物进出口。（上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办
理申请。）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股票类型 : A股

品牌名称 : 圣邦微电子（北京）股份有限公司

:

圣邦微电子（北京）股份有限公司财务数据分析

圣邦微电子（北京）股份有限公司竞争优势

类型名称 类型说明

线性产品 线性产品可以分为运算放大器、差分放大器、比较器、视频、音频放大器和有源滤波器。线性产品是基
于运算放大器OPA开发，是整个模拟电路信号链传输基础。

信号转换器 信号转换器又可以分为ADC模数转换器、DAC数模转换器、电压频率变换器、音频转换器和触摸屏控制
器。信号转换器是信号链芯片三大分类之一，是连接模拟与数字信号的桥梁，广泛使用在工业、通信、
汽车、医疗等领域。

接口芯片 接口芯片又可以分为电路保护、隔离器ISO、电平转换器和多路复用器MUX。接口芯片是接口电路中重
要组成部分，在信号链中充当“信使”的功能。在模拟IC中应用比较广泛，因而接口芯片也被大量应用在
模拟电路中。

国产替代
信号链芯片国产替代趋势加速

在芯片短缺和中美贸易争端等背景下，国家连续出台相关政策支撑芯片产业的发展，加速了国产替代的趋势。同时，下游旺盛需求带来信
号链芯片发展新契机，信号链芯片行业的旺盛发展将为企业带来很大发展空间，将加速国产替代化。

市场参与
主体

中国信号链市场参与者较多

中国信号链市场参与企业众多，竞争激烈，单个国内厂商所占市场份额不高

行业景气
度

未来将有望受益于下游高景气度的市场

随着数据的重要性越来越高，头豹研究院分析师认为信号链芯片未来有望持续受益于工业4.0、移动通信、自动驾驶、智慧健康等市场的
高景气

上游环节 上游说明 上游参与方

EDA设计工具 1）从竞争格局来看，EDA市场竞争格局呈现寡
头垄断，CR3合计超80%，行业集中度高。202
0年，华大九天中国市场销售额首次超过Ansys
跃升为中国第四大EDA工具企业，2020年市占
率达到1.44%。2）从发展趋势来看，在政策加
持和企业技术进步浪潮下，中国厂商市场份额不
断提升，中国厂商将深度受益国产化进程

cadence、synopsys、ARM、华大九天、CEVA

晶圆制造厂 1）从竞争格局来看，全球晶圆代工市场呈现一
超多强现状，中国先进制程技术与国外代工厂有
明显差距待突破，中芯国际是唯一进入全球晶圆
制造厂第一梯队的中国厂商；2）从市场规模来
看，2019年全球代工厂市场规模为684亿美金，
同比下滑9.32%，主要是受到智能手机出货下降
影响。

中芯国际、联华电子、英特尔、台积电、海力士

中游环节 中游说明 中游参与方

信号链芯片制造商 从市场竞争来看，全球线性产品市场由ADI和TI
两家欧美企业占主导地位，中国企业布局相对较
少，仅思瑞浦表现较突出；全球信号转换器市场
由ADI和TI两家美企业占主导地位，中国国产芯
片企业市场份额少；全球数据转换器市场被美企
TI公司垄断，产品丰富度和研发能力均为行业第
一。

ADI、德州仪器、ON、Maxiam、Microchip、N
ew JRC、NXP、CRUS、QCOM、ROHM、S
T、上海贝岭、思瑞浦、芯海科技、圣邦股份

下游环节 下游说明 下游参与方

终端应用 1）从应用领域来看，下游应用较为分散，与电
子化、信息化的相关的应用领域中均有涉及。
2）从需求端来看，随着5G、物联网、云计算、
工业自动化等技术的发展，对于信号链芯片的需
求上升

华为、中兴、小米、联想、华硕、海康威视、海
尔、光迅科技、科沃斯、宁德时代、立讯、大华
科技、科大讯飞、石头世纪、新大陆、三诺生物

股票代码 上市公司 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

300661 圣邦微电子（北京）股份有限公司 77,533.67万元 96.81 60.62

603986 北京兆易创新科技股份有限公司 222,981.09万元 39.02 49.49

300327 中颖电子股份有限公司 46,403.51万元 51.44 46.90

300671 富满微电子集团股份有限公司 27,565.36万元 3.61 35.72

600460 杭州士兰微电子股份有限公司 200,108.08万元 35.65 31.43

600171 上海贝岭股份有限公司 44,643.32万元 4.00 36.23

财务指标 2021

销售现金流/营业收入

扣非净利润同比增长(%)

资产负债率(%) 21.139

毛利润（元）

营业总收入同比增长(%) 87.072

归属净利润同比增长(%)

应收账款周转天数(天) 12

流动比率 4.326

每股经营现金流(元) 3.23

毛利率(%)

流动负债/总负债(%) 75.607

速动比率 3.507

摊薄净资产收益率(%)

实际税率(%)

摊薄总资产收益率(%) 28.455

营业总收入滚动环比增长(%)

扣非净利润滚动环比增长(%)

加权净资产收益率(%)

每股净资产(元)

经营现金流/营业收入 3.23

扣非净利润(元)

基本每股收益(元) 2.9765

净利率(%) 30.7792

总资产周转率(次) 0.911

归属净利润滚动环比增长(%)

存货周转天数(天) 119

预收款/营业收入

营业总收入(元) 22.38亿

每股未分配利润(元) 5.1506

稀释每股收益(元) 2.9132

归属净利润(元) 6.99亿

扣非每股收益(元) 2.7575

每股公积金(元) 3.5271


